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A protective device is provided for subassemblies 
having a substrate and a component disposed 
thereon and needing to be protected. The 
component typically is a semiconductor 
component. The protective device includes a 2 - 
covering element, a spacer, and a guide. The 
covering element covers a subassembly. The 
spacer is disposed between the covering element 
and the substrate for maintaining a predefined 
spacing between the covering element and the 
component to be protected in the area of the 
spacer. The guide is used for fixing a free end of 
the spacer to the covering element and/or to the 
substrate in a predefined X and/or Y position. 
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(S) Schutzvorrichtung fur Baugruppen mit Abstandhalter 

@ Die Erfindung ist gerichtet auf eine Schutzvorrichtung 
fur Baugruppen (2) mit einem Substrat (3) und zumindest 
einer darauf angeordneten, zu schiitzenden Komponente, 
wie beispielsweise einer Halbleiterkomponente, wobei 
die Schutzvorrichtung aufweist zumindest ein Abdeckele- 
ment (1) zum Abdecken einer Baugruppe (2); zumindest 
einen Abstandshalter zwischen Abdeckelement (1) und 
Substrat (3) zum Einhalten eines vorgegebenen Abstands 
zwischen dem Abdeckelement (1) und der zumindest ei- 
nen zu schiitzenden Komponente im Bereich des Ab- 
standshalters; und zumindest einer Fuhrung zur Fixierung 
eines freien Endes des Abstandshalters am Abdeckele- 
ment (1) und/oder am Substrat (3) in einer vorgegebenen 
X- und/oder Y-Position. 




CO 
CO 



ui 



1 

Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schutzvor- 
richtung fiir Baugruppen, beispielsweise Baugruppen mit 
elektronischen Komponenten. 5 
[0002] Bei der Verwendung von integrierten Halbleiter- 
schaltkreisen, sogenannten Chips, das heiBt Silizium- oder 
Galliumarsenit-basierten, aus einem Wafer herausgeschnit- 
tenen Plattchen mit photolithographisch oder nach ahnli- 
chen Verfahren hergestellten elektrischen Bauelementen auf 10 
ihrer Oberflache, stellt sich oft die Frage nach einem effekti- 
ven Schutz vor mechanischen und/oder chemischen Einfliis- 
sen. Haufig wird diese Frage durch Einbringen des Chips in 
ein, zumeist aus Kunststoff gefertigtes, Gehause beantwor- 
tet. Ein Schwachpunkt der Chip-Montage liegt jedoch in der 15 
Reaktion der elektrischen Kontakte zwischen Chip und ei- 
nem den Chip aumehmendem Substrat wie einer Platine auf 
ein Einwirken von Kraften auf den Chip. Beim Verschieben 
des Bauelements oder auch beim direkten Einwirken auf die 
Kontaktelemente konnen diese beschadigt werden. Durch 20 
die Verwendung von Gehausen wird hierbei das Problem le- 
diglich von den eigentlichen Chip-Kontakten (beispiels- 
weise diinnen Drahten oder ballahnlichen Kontaktelemen- 
ten, ball grid arrays) auf die, wenn auch meist mechanisch 
starker belastbaren, Kontakte des Gehauses veriagert. 25 
Grundsatzlich jedoch bleibt das Problem einer zu geringen 
Widerstandskraft der Kontaktelemente gegeniiber auf das 
Bauelement, beispielsweise den Chip, einwirkenden Kraf- 
ten bestehen. 

[0003] In letzter Zeit sind aus fertigungstechnischen 30 
Griinden ebenso wie aus Platz-, Spar- und Rationalisie- 
rungsgriinden zunehmend sogenannte Flip-Chips zum Ein- 
satz gekommen. Dies sind integrierte Halbleiter, welche 
ohne Gehause unmittelbar auf dem Substrat, also z. B. der 
Platine, befestigt und elektrisch kontaktiert werden. Zu die- 35 
sem Zwecke werden die noch im Waferverbund befindli- 
chen Einzelchips mit geeigneten flexiblen Kontakten verse- 
hen und nach dem Zerschneiden des Wafers mit der Kon- 
taktseite nach unten auf das Substrat aufgesetzt. Um ein Te- 
sten der Flip-Chips vor deren Einsatz zu ermoglichen, wer- 40 
den ubliche Testvorrichtungen verwendet. Um solche Test- 
vorrichtungen am Wafer einsetzen zu konnen, rniissen die 
Kontakte so nachhgiebig ausgelegt sein, daB sie in der Lage 
sind, Verkippungen zwischen der Wafer-Oberflache im Be- 
reich des zu testenden Flip-Chip und der Testvorrichtung 45 
auszugleichen. Diese notwendige Weichheit bedingt jedoch 
nach Montage des Flip-Chip auf dem Substrat eine entspre- 
chende mechanische Empfindlichkeit und fuhrt zu einem er- 
hohten Bedarf an SchutzmaBnahmen. 

[0004] Eine weitere Entwicklung der jiingeren Zeit sind 50 
sogenannte Mikroplatinen, bei denen mehrere Chips mit den 
Strukturseiten nach oben auf das Mikroplatinensubstrat auf- 
gebracht werden und mittels Wirebonding mit den Leiter- 
bahnstrukturen der Mikroplatinen verbunden werden. Auch 
hier ist ein Schutz der Chips und insbesondere auch der 55 
Kontaktdrahte vor mechanischen Einwirkungen wiinschens- 
wert. 

[0005] Bei einer herkommlichen Fixierung eines mecha- 
nischen Schutzkorpers wie einer Abdeckung auf einem Sub- 
strat, wie es zum Bei spiel durch Nieten erfolgt, ist auf Grund 60 
der Toleranzen des Substrats, der Aufnahmebohrungen fiir 
die Nieten und des Schutzkorpers eine Bewegung dieses 
Schutzkorpers auch nach Montage in X- und Y-Richtung, 
das heiBt parallel zur Ebene des Substrats moglich. Es ist in 
der Mikroelektronik jedoch allgemein ublich und wiin- 65 
schenswert, die Dimensionierungen von Bauelementen stets 
zu verkleinern. Aus diesem Grund riickt die Unterseite der 
Abdeckungen immer naher an die eigentlichen Chips heran, 
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was zu den oben beschriebenen mechanischen Problemen 
fuhren kann. Gerade bei empfindlichen Bauteilen mit flexi- 
blen Interconnect-Elementen kann dies zu einer Beschadi- 
gung des Bauteils fuhren. 

[0006] Zumeist wird ein solcher Schutzkorper auch als 
Hitzeverteiler (heat spreader) verwendet, Dabei werden die 
darunterliegenden Komponenten, beispielsweise Halbleiter- 
komponenten, mit einem thermisch leitenden Material, dem 
sogenannten "Gapfiller" an den Schutzkorper mechanisch 
thermisch gekoppelt. Ein GapfiUer kann beispielsweise Sili- 
kon aufweisen und einen Anteil von Metallen oder Metall- 
oxiden enthalten. Eine Bewegung des "Heat Spreader" wird 
dadurch direkt auf die Bauteile ubertragen. Ist die Bewe- 
gung des Schutzkorpers zu groB, so konnen Beschadigun- 
gen in den elektrischen Verbindungen auftreten, die zum 
Ausfall von Komponenten fuhren konnen. Durch die haufig 
geringe eigene Steifigkeit des Schutzkorpers ist zudem ein 
Schutz der darunterliegenden Komponenten gegen eine 
Kompression in Z-Richtung, d. h. senkrecht zur Ebene des 
Substrats, ebenfalls nicht gewahrleistet. 
[0007] Im Stand der Technik ist eine Losung fiir das Pro- 
blem der ungewollten Bewegung des Schutzkorpers vorge- 
schlagen worden, bei dem Schutzkorper durch sehr paBge- 
naue Nietverbindungen mit dem Substrat verbunden wird. 
Dies hat den Nachteil, daB die Auswahl geeigneter Nieten 
sehr beschrankt ist und/oder ein hohes MaB an Genauigkeit 
von Substrat und Abdeckung erforderlich ist. Andere Befe- 
stigungsvarianten, die eine gute Fixierung gewahrleisten 
konnten, konnen oft auf Grund der maBlichen Verhaltnisse 
einer Baugruppe oder der Umgebung, in der diese Bau- 
gruppe integriert werden soli, nicht realisiert werden. 
[0008] Eine weitere Moglichkeit besteht darin, die Abdek- 
kung mit dem Substrat zu verkleben. Dies hat jedoch einen 
zusatzlichen ProzeBschritt zur Folge und erhoht damit die 
Kosten. Ein Kompressionsschutz in Z-Richtung erfolgte 
bisher nicht oder nur durch Unterstiitzung der Komponenten 
in Z-Richtung, wie beispielsweise durch ein arbeitsaufwen- 
diges und fehlerbehaftetes Voll- oer Partiell-Underfill unter 
den Komponenten, das bis unter die Bauteile ragt. 
[0009] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde 
Mittel bereitzustellen, mit denen eine Verschiebung der Ab- 
deckung in X und/oder Y-Richtung, jedoch vorzugsweise 
auch in Z-Richtung, unterbunden oder zumindest soweit 
verringert wird, daB Beschadigung an den Kontakten oder 
den zu schutzenden Komponenten verhindert werden kon- 
nen. 

[0010] Diese Aufgabe wird gelost durch die Bereitstellung 
einer Schutzvorrichtung fur Baugruppen gemaB dem unab- 
hangigen Patentanspruch 1. Weitere vorteilhafte Ausgestal- 
tungen, Aspekte und Details der vorliegenden Erfindung er- 
geben sich aus den abhangigen Patentanspriichen, der Be- 
schreibung und den beigefugten Zeichnungen. 
[0011] Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, zwischen 
Abdeckelement und Substrat einen Abstandhalter vorzuse- 
hen, der mittels einer Fuhrung in einer vorgegebenen X/Y- 
Position, das heiBt parallel zur Oberflache des Substrats, fi- 
xiert ist. 

[0012] Die Erfindung ist daher gerichtet auf eine Schutz- 
vorrichtung fur Baugruppen mit einem Substrat und zumin- 
dest einer darauf angeordneten, zu schutzenden Kompo- 
nente, die aufweist: 

zumindest ein Abdeckelement zum Abdecken einer Bau- 
gruppe; 

zumindest einen Abstandhalter zwischen Abdeckelement 
und Substrat zum Einhalten eines vorgegebenen Abstands 
zwischen dem Abdeckelement und der zumindest einen zu 
schutzenden Komponente im Bereich des Abstandhalters; 
und 



zumindest einer Fuhrung zur Fixierung eines freien Endes 
des Abstandh alters am Abdeckelement und/oder am Sub- 
strat in einer vorgegebenen X- und/oder Y- Position. 
[0013] Unter einer Baugruppe ist hierbei ein Arrangement 
von einem Substrat und einem oder mehreren Komponenten 5 
zu verstehen. Ein Substrat kann eine Platine aus Polymeren 
im herkommlichen Sinne sein, aber auch ein Keramik- oder 
Metalltrager, auf den die Komponenten aufgesetzt werden, 
beispielsweise Halbleiterkomponenten wie integrierte 
Schaltkreise oder passive Bauelemente wie Widerstande, 10 
Spulen, etc. 

[0014] Die zu schiitzenden Komponenten konnen unter- 
schiedlichster Natur sein. So kann es sich um elektromecha- 
nische oder rein mechanische Bauelemente handeln. Ein 
wichtiges Einsatzgebiet der vorliegenden Erfindung wird al- 15 
lerdings im Bereich der Elektronik und Halbleitertechnik 
liegen, wo integrierte Schaltkreise mit einer groBen Zahl 
nach auBen gefuhrter Kontakte zu schiitzen sind, Es wird da- 
her insbesondere bevorzugt, daB die zumindest eine zu 
schutzende Komponente eine mit elektrischen Kontakten 20 
verbundene Halbleiterkomponente ist. Unter einer Halblei- 
terkomponente ist dabei jeglicher integrierter Schaltkreis 
mit Kontakten, sei es ein behauster oder ein nicht behauster 
Chip, zu verstehen. Auch passive Bauelemente konnen un- 
ter den Begriff der Halbleiterkomponente fallen, sofern sie 25 
des Schutzes bedurfen. Das Substrat kann zudem uber Lei- 
terbahnen der leiterbahnahnliche Strukturen zum Abfuhren 
von elektrischen Stromen von den Halbleiterkomponenten 
verfugen, sofern nicht alternativ die Kontakte verschiedener 
Halbleiterkomponenten unmittelbar miteinander verbunden 30 
werden, beispielsweise durch Einsatz von Wirebonds. 
[0015] Ein Abdeckelement im Sinne der vorliegenden Er- 
findung ist beispielsweise ein aus dem Stand der Technik be- 
kanntes Element, welches deckelformig die Baugruppe ab- 
deckt. Vlelfach werden solche Abdeckelemente, die auch als 35 
Schutzkorper bezeichnet werden, zugleich als Hitzeverteiler 
(heat spreader) verwendet, indem zwischen solchen Halblei- 
terkomponenten, welche einer Hitzeabfuhr bedurfen und 
dem aus Metall gefertigten Abdeckelement, respektive 
Schutzkorper, ein thermisch leitfahiges Material, der soge- 40 
nannte Gapfiller, eingebracht wird. 

[0016] Fur die Ausgestaltung des erfindungsgemaB ver- 
wendeten Abstandh alters zwischen Abdeckelement und 
Substrat stehen verschiedene Moglichkeiten zur Verfugung. 
So kann der zumindest eine Abstandhalter eine Ausformung 45 
des Abdeckelements sein, die sich in Richtung auf das Sub- 
strat vorwolbt. In diesem Fall ist der Abstandhalter also ein- 
stiickig mit dem Rest des Abdeckelements ausgefuhrt und 
kann bei Herstellung aus Kunststoff beispielsweise in einfa- 
cher Weise durch SpritzguB gefertigt werden. Bei Herstel- 50 
lung des Abstandhalters aus einem Metall kann beispiels- 
weise der Abstandhalter frei gefrast werden, oder ein Ab- 
standhalter wird angeschweiBt oder in einer sonstigen Weise 
am Abdeckelement angebracht, beispielsweise durch Ver- 
kleben oder Verschrauben. In diesen Fallen stellt also die 55 
Ausformung eine Verdickung im Abdeckelement dar. Es ist 
auch moglich, daB die Ausformung im Abdeckelement eine 
Einwolbung ist, welche sich in Richtung auf das Substrat 
vorwolbt, wenn das Abdeckelement sich in montierter Posi- 
tion befindet. Auch hier stehen je nach verwendetem Mate- 60 
rial unterschiedliche Fertigungsmoglichkeiten zur Verfu- 
gung. Ublicherweise wird der Abstandhalter in diesem Falle 
aus einem im wesentlichen plattenformigem Material beste- 
hen, das ebenfalls fur das Abdeckelement verwendet wird, 
so daB der Abstandhalter und das restliche Abdeckelement 65 
die im wesentlichen gleiche Materialstarke aufweisen, Der 
Abstandhalter muB so dimensioniert sein, daB er nach Mon- 
tage des Abdeckelements in Kontakt mit der Fuhrung 



kommt und von dieser fixiert werden kann. 
[0017] Der Abstandhalter kann auch ein separates Bauele- 
ment sein, welches dann mit Fiihrungen sowohl an Substrat 
als auch am Abdeckelement fixiert wird. SchlieBlich kann 
der Abstandhalter auch am Substrat befestigt sein bezie- 
hungsweise mit dem Substrat einstuckig ausgefuhrt sein, 
beispielsweise durch entsprechende ^rspriinge bei Kera- 
miksubstraten. Der Abstandhalter kann auch mit dem Sub- 
strat verklebt oder gegebenenfalls verschweiBt sein. 
[0018] Je nach verwendetem Einsatzzweck kann der Ab- 
standhalter unterschiedlich ausgeformt sein. So kann er 
stegformig ausgelegt sein, beispielsweise indem er in Form 
eines Vierkantprofils zwischen Substrat und Abdeckelement 
positioniert wird. 

[0019] Er kann auch zylinderformig sein und dann auf- 
recht zwischen Substrat und Abdeckelement angeordnet 
sein. Unter einem zylinderformigen Element ist hier im wei- 
testen Sinne jede Ausformung, die im wesentlichen bei Auf- 
sicht auf das Substrat rund erscheint, zu verstehen, also 
kreisformige Zylinder, aber auch elliptische Zylinder, ovale 
oder viereckig abgerundete Zylinder. 
[0020] Fuhrung und Abstandhalter mussen aneinander an- 
gepaBt sein, um ein Spiel des Abstandhalters in der Fuhrung 
in X/Y-Richtung nur bis zu einem vorgegebenen MaB zu er- 
lauben, welches mechanische Einwirkung auf die zu schut- 
zende Komponenten noch verhindert. Die Fuhrung sollte 
also den Abstandhalter nach Montage mehr oder minder 
formschliissig umfassen. Je nach Ausgestaltung reicht es 
aus, wenn die Fuhrung den Abstandhalter nur in einer Rich- 
tung fixiert und inn in der anderen freigibt, beispielsweise 
dann, wenn mehrere Abstandhalter zwischen Substrat und 
Abdeckelement angeordnet sind, die sich in unterschiedli- 
che Vorzugsrichtungen erstrecken und die zugehorigen Fiih- 
rungen ebenfalls in unterschiedliche Richtungen orientiert 
sind, so daB die Fixierung eines Abstandhalters gleichzeitig 
dazu fuhrt, daB das Abdeckelement und ein ebenfalls daran 
in einer anderen Richtung angeordneter Abstandhalter in der 
ersten Richtung ebenfalls nicht mehr verschiebbar ist. Bei 
der konkreten Ausgestaltung von Abstandhalter(n) und zu- 
gehorigen Fiihrungen stehen zahlreiche Moglichkeiten zur 
Verfugung, wobei die konkrete Ausgestaltung auch von den 
jeweils zu implementierenden Anforderungen abhangt. 
[0021] Zur Ausgestaltung der Fuhrung stehen wiederum 
verschiedene Moglichkeiten zur Verfugung. So kann in ei- 
ner bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung die Fuh- 
rung eine Vertiefung im Substrat und/oder dem Abdeckele- 
ment sein, in die der Abstandhalter eingreifen kann. In einer 
solchen Ausfuhrungsform muB der Abstandhalter eine Di- 
mensionierung aufweisen, die nicht nur den Abstand zwi- 
schen Abdeckelement und Substrat iiberbriickt, sondem 
auch noch die Tiefe der jeweiligen Fuhrung bis zu deren Bo- 
den. 

[0022] Die Fuhrung kann in einer weiteren Ausfuhrungs- 
form zwei parallel laufende Fuhrungsschienen aufweisen, 
zwischen denen ein stegformiger Abstandhalter eingepaBt 
ist. Die Fuhrungsschienen liegen also auf der Oberfl ache des 
Substrats oder des Abdeckelements und sollten eine Form 
aufweisen, die eine sichere Fixierung des zwischen sie ein- 
gefuhrten Abstandhalters erlaubt. 

[0023] Zumindest eine Fuhrung fur den Abstandhalter 
kann auf dem Substrat angeordnet sein. Es ist ebenso mog- 
lich, daB zumindest eine Fuhrung fur den Abstandhalter auf 
dem Abdeckelement angeordnet ist, oder daB auf beiden 
Seiten der Abstandhalter durch Fiihrungen fixiert ist. 
[0024] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfin- 
dung sind eine Mehrzahl von Abstandhaltern so angeordnet, 
daB die vorgegebene Position des Abdeckelements iiber des- 
sen gesamte Oberflache eingehalten werden kann. Die ver- 
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schiedenen an unterschiedlichen Stellen positionierten Ab- 
standhalter dienen in dieser bevorzugten Ausfuhrungsform 
der Erfindung also der kooperativen Fixierung des Abdeck- 
elements uber seine gesamte Oberflache. Die konkrete Posi- 
tionierung der einzeLnen Abdeckelemente und der zugehori- 
gen Fiihrungen hangt hierbei auch von den raumlichen Ge- 
gebenheiten des Substrats, des Abdeckelements und den 
verschiedenen Komponenten wie beispielsweise der Halb- 
leiterkomponenten auf dem Substrat ab. 
[0025] Es ist ebenso moglich, einen Teil der Abstandhalter 
am Substrat zu befestigen und einen zweiten Teil der Ab- 
standhalter am Abdeckelement, so daB entsprechend sowohl 
am Abdeckelement als auch am Substrat Fiihrungen fur die- 
jenigen Abstandhalter vorgesehen werden miissen, die je- 
weils am anderen der beiden Elemente Abdeckelement und 
Substrat befestigt sind. Auch ist es moglich Abstandhalter, 
die entweder am Substrat oder am Abdeckelement befestigt 
sind, mit solchen zu kombinieren, die lose in die Fuhrungen 
eingelegt werden und damit weder am Abdeckelement noch 
am Substrat befestigt sind. 

[0026] Die erfindungsgemaBe Schutzvorrichtung kann 
auch dadurch gekennzeichnet sein, daB am Abdeckelement 
und der Fuhrung komplementar kompatible Rastelemente 
angeordnet sind, die nach Einrasten einem Abnehmen des 
Abdeckelements von der Baugruppe eine vorgegebene Kraft 
entgegensetzen. Auf diese Weise laBt sich zusatzlich auch 
eine Fixierung in Z-Richtung erreichen, so daB entweder 
eine weitere Fixierung, beispielsweise uber Nieten nicht 
notwendig ist oder deren Anbringung durch die Vorhaltung 
des Abdeckelements erleichtert wird. Eine solche Rastvor- 
richtung kann beispielsweise durch Nuten in Abstandhalter 
erreicht werden, die parallel zur Oberflache des Substrats 
laufen und in entsprechend geformte Auswolbungen der 
Fiihrungen eingreifen konnen. 

[0027] Die erfindungsgemaBe Schutzvorrichtung kann 
weiterhin einen Gapfiller aufweisen, der zwischen den Ab- 
deckelementen und zumindest einer zu schutzenden Kom- 
ponente angeordnet ist. Dieser erfiillt die im Stand der Tech- 
nik bereits bekannten Funktionen, so die Warmediffusion 
von den zu schutzenden Komponenten zum Abdeckele- 
ment, welches dann auch als Heat Spreader dient. Bei einem 
Gapfiller handelt es sich um eine plastische Masse wie Sili- 
kon, welche beispielsweise durch Beimengung von Metall- 
oder Metalloxidpartikeln oder Ahnlichem eine gute Warme- 
leitfahigkeit aufweist und die durch den in Halbleiterkom- 
ponenten flieBenden Strom entwickelte Hitze zum Abdeck- 
element ableitet. Wie bereits oben erlautert, dienen solche 
Abdeckelement haufig ebenfalls zur Hitzeabfuhr (soge- 
nannte "heat spreader"). 

[0028] Die mit der Erfindung schiitzbaren Komponenten 
konnen grundsatzlich alle im Stand der Technik bekannten 
oder neuartige Komponenten sein, sofern sie eines entspre- 
chenden Schutzes, insbesondere in einer X/Y-Richtung, also 
parallel zur Substratoberflache, benotigen. So kann die zu- 
mindest eine Komponente beispielsweise ein behaustes 
Bauelement oder ein Flip-Chip sein. 
[0029] Weiterhin kann die erfindungsgemaBe Schutzvor- 
richtung Befestigungselemente aufweisen, mit denen das 
Abdeckelement am Substrat fixiert ist. Diese Befestigungs- 
elemente konnen vorzugs weise Nieten sein. Auf Grund der 
erfindungsgemaBen MaBnahme ist es allerdings in diesem 
Falle moglich, auch preisgunstigere Nieten zu verwenden, 
die eine geringere PaBgenauigkeit haben als die bislang fin- 
das Erzielen eines zuverlassigen Schutzes notwendigen Nie- 
ten. 

[0030] Das Substrat kann jegliche im Stand der Technik 
bekannte Form aufweisen. Vorzugsweise ist das Substrat 
eine Piatine mit Kontaktstellen zur Kontaktierung von zu 
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schutzenden Halbleiterkomponenten. Es kann sich jedoch 
auch um eine Mikroplatine oder ein Keramiktrager fur ent- 
sprechende Elemente handeln. "Oblicherweise werden die 
Kontaktstellen auf der Piatine oder Mikroplatine liegen. Es 

5 ist jedoch auch vorstellbar, daB zwischen verschiedenen 
Halbleiterkomponenten direkte Drahtverbindungen vorhan- 
den sind, und das Substrat lediglich als mechanische Halte- 
rung der verschiedenen Halbleiterkomponenten dient. In 
diesem Fall ist die Erfindung vor allem auf den Schutz die- 

10 ser Verdrahtungselemente gerichtet, da sie den empfindlich- 
sten Teil der zu schutzenden Baugruppe darstellen. Insbe- 
sondere kann das Substrat eine Piatine mit Leiterbahnen und 
Kontakten zur Verbindung mit der zumindest einen Halblei- 
terkomponente sein. 

is [0031] Im folgenden soli die Erfindung an Hand von nicht 
limitierenden Ausfuhrungsformen naher erlautert werden, 
wobei auf die beigefugten Zeichnungen verwiesen wird, in 
denen folgenden dargestellt ist: 

[0032] Fig. 1 zeigt eine Ausfuhrungsform der vorliegen- 

20 den Erfindung, bei der die Abstandhalter als Ausformungen 
des Abdeckelements ausgefuhrt sind; und 
[0033] Fig. 2 zeigt einen autarken Abstandhalter, der an 
Fuhrungen sowohl auf dem Abdeckelement als auch auf 
dem Substrat fixiert ist. 

25 [0034] Fig. 1 zeigt beispielhaft verschiedene Ausgestal- 
tungen des erfindungsgemaB eingesetzten Abstandhalters. 
Dargestellt ist eine Baugruppe 2 mit einem Substrat 3, die 
von einem Abdeckelement 1 so geschutzt werden soli, das 
darauf angeordnete Halbleiterkomponenten weder zerstort 

30 noch ihre Kontakte unterbrochen werden konnen. Um ein 
Aufsetzen des Abdeckelements auf nicht dargestellten Halb- 
leiterkomponenten zu verhindern, werden Abstandhalter 3 
und/oder Abstandhalter 4 vorgesehen. Abstandhalter 4 ist 
hierbei eine Einwolbung im Material des Abdeckelements 

35 1, der beispielsweise durch Pragen oder ahnliches herge- 
stellt werden kann und sich durch gleiche Materialstarke 
wie der Rest des Abdeckelements auszeichnet. Abstandhal- 
ter 5 ist ein Element mit im wesentlichen vierkantigem 
Querschnitt, der entweder einteilig mit dem Abdeckelement 

40 1 hergestellt wird oder am Abdeckelement 1 befestigt wird, 
beispielsweise durch SchweiBen, Kleben oder Verschrau- 
ben. Die Fuhrungen 9 bzw. 10 begrenzen nach Eingreifen 
des Abstandhalters in diese eine Verschiebung orthogonal 
zu ihrer Vorzugsrichtung, in diesem Fall also nach rechts 

45 oder links in der Zeichnung. Wahrend die Fuhrung 9, wel- 
che den Abstandhalter 4 fixiert, in der vorliegenden Ausfuh- 
rungsform eine gewolbte Oberflache hat, ist die Fuhrung 10 
fur den Abstandhalter 5 von kantigem Querschnitt. Zwi- 
schen- und Mischformen dieser Fuhrungen sind selbstver- 

50 standlich moglich. 

[0035] Fig. 2 zeigt eine weitere beispielhafte Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung, bei der Substrat 3 
und Abdeckelement 1 u. a. durch einen Abstandhalter 6 
voneinander beabstandet werden, der als einzelnes Element 

55 weder am Substrat 3 noch am Abdeckelement 1 fixiert ist 
und demzufolge sowohl am Abdeckelement 1 eine Fuhrung 
Ua als auch am Substrat 3 eine Fuhrung lib benotigt. Auch 
auf diese Weise laBt sich eine Verschiebung in der Richtung 
der Fuhrungen zwischen Substrat 3 und Abdeckelement 1 

60 verhindern. 

[0036] Abstandhalter 7 zeigt eine weitere Ausfuhrungs- 
form der vorliegenden Erfindung, bei der Fuhrung 12a bis 
auf ihren anderes gestalteten Querschnitt der Fuhrung Ua 
des Abstandhalters 6 entspricht wahrend die Fuhrung 12b 

65 als Vertiefung im Substrat ausgefiihrt ist. 

[0037] Fig. 2 zeigt schlieBlich noch eine dritte Ausfuh- 
rungsform eines Abstandhalters gemafi der vorliegenden Er- 
findung, bei welcher der am Abdeckelement 1 befestigte 
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Abstandhalter 8 in Fuhrungen 13 fixiert ist, der mittels Vor- 
spriingen 15 in entsprechende Nuten 14 des Abstandhalters 
8 eingreifen konnen. Vorsprunge 15 und Nuten 14 bilden da- 
mit die erfindungsgemafien Rastelemente, die ein versehent- 
liches Ablosen des Abdeckelements 1 von der Baugruppe 2 5 
verhindern sollen. 

[0038] Zusatzlich zu den Fuhrungen kann der Abstandhal- 
ter 6 auch mit Klebebereichen fixiert sein. 
[0039] Bei der Darstellung der Fig. 1 und 2 im Quer- 
schnitt kann naturgemaB nur eine Richtung und ihre Fixie- 10 
rung mittels Fuhrungen dargestellt werden. Es versteht sich 
jedoch, daB die Fuhrungen die Abstandhalter auf alien Sei- 
ten umgeben konnen und somit eine Fixierung sowohl in X- 
Richtung als auch in Y-Richtung ermoglichen. 
[0040] Die Befestigung des mechanise hen Schutzkorpers, 15 
respektive des Abdeckelements am Substrat, wird also wei- 
terhin durch bekannte Befestigungsvarianten durchgefuhrt 
werden konnen, die jedoch ein groBeres Spiel in X/Y-Rich- 
tung zulassen konnen. Die Vermeidung einer Bewegung in 
X/Y-Richtung wird in der Erfindung durch zumindest eine 20 
Fiihrung auf dem Substrat oder der Schutzkorperseite durch- 
gefuhrt. Wie gezeigt, muB dazu ein Abstandhalter zwischen 
Substrat und Abdeckelement aufgebracht werden, bezie- 
hungsweise durch geeignete Ausformungen von Substrat 
oder Abdeckelement und eine erfindungsgemaB realisierte 25 
Fiihrung am Gegensttick fixiert werden. 

Patentanspriiche 

1. Schutzvorrichtung fur Baugruppen (2) mit einem 30 
Substrat (3), dessen Oberflache eine X-Y-Ebene defi- 
niert, und zumindest einer darauf angeordneten, zu 
schutzenden Komponente, aufweisend: 

zumindest ein Abdeckelement (1) zum Abdecken einer 
Baugruppe (2); 35 
zumindest einen Abstandhalter zwischen Abdeckele- 
ment (1) und Substrat (3) zum Einhalten eines vorgege- 
benen Abstands zwischen dem Abdeckelement (1) und 
der zumindest einen zu schutzenden Komponente im 
Bereich des Abstandhalters; und 40 
zumindest eine Fiihrung zur Fixierung eines freien En- 
des des Abstandhalters am Abdeckelement (1) und/ 
oder am Substrat (3) in einer vorgegebenen Position in 
der X-Y-Ebene. 

2. Schutzvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 45 
kennzeichnet, daB die zumindest eine zu schutzende 
Komponente eine mit elektrischen Kontakten verbun- 
dene Halbleiterkomponente ist. 

3. Schutzvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der zumindest eine Abstandhalter 50 
eine Ausformung des Abdeckelements (1) ist, die sich 

in Richtung auf das Substrat (3) vorwolbt. 

4. Schutzvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Ausformung eine Verdickung (4) 
im Abdeckelement (1) ist. 55 

5. Schutzvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Ausformung eine Einwolbung 
(3) des Abdeckelements (1) ist. 

6. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 

5, dadurch gekennzeichnet, daB der Abstandhalter am 60 
Subtrat (3) oder am Abdeckelement (1) befestigt ist. 

7. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 

6, dadurch gekennzeichnet, daB der zumindest eine Ab- 
standhalter stegformig ist. 

8. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 65 

7, dadurch gekennzeichnet, daB der zumindest eine Ab- 
standhalter zylinderformig ist. 

9. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 
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8, dadurch gekennzeichnet, daB der zumindest eine Ab- 
standhalter aus demselben Material besteht wie das 
Abdeckelement (1). 

10. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Fiihrung eine 
Vertiefung (5c) im Substrat (3) und/oder dem Abdeck- 
element (1) ist, in die der Abstandhalter (7) eingreifen 
kann. 

1 1 . Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daB die Fiihrung eine An- 
ordnung von zumindest einer Fuhrungsschiene (5, 5a, 
5b, 5d) ist, wobei der Abstandhalter in die Anordnung 
eingreifen kann. 

12. Schutzvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Fiihrung zwei parallel laufende 
Fuhrungsschienen (5, 5a, 5b, 5d) aufweist, zwischen 
denen ein stegforrniger Abstandhalter (3, 4, 6, 7, 8) ein- 
gepasst ist. 

13. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB zumindest eine 
Fuhrung fur den Abstandhalter auf dem Substrat (3) 
angeordnet ist. 

14. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 13 dadurch gekennzeichnet, daB zumindest eine 
Fuhrung fur den Abstandhalter auf dem Abdeckele- 
ment (1) angeordnet ist. 

15. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB am Abdeckele- 
ment (1) und der Fuhrung (5d) komplementar kompati- 
ble Rastelemente (9, 10) angeordnet sind, die nach Ein- 
rasten einem Abnehmen des Abdeckelements (1) von 
der Baugruppe (2) eine vorgegebene Kraft entgegen- 
setzen. 

16. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB eine Mehrzahl 
von Abstandhaltern so angeordnet sind, daB die vorge- 
gebene Position des Abdeckelements (1) iiber dessen 
gesamte Oberflache eingehalten werden kann. 

17. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 2 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB die zumindest 
eine Halbleiterkomponente ein behaustes Bauelement 
ist. 

18. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 2 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB die zumindest 
eine Halbleiterkomponente ein Flip-Chip ist. 

19. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 18, dadurch gekennzeichnet, daB sie weiterhin Be- 
festigungselemente aufweist, mit denen das Abdeck- 
element am Substrat (3) fixiert ist. 

20. Schutzvorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Befestigungselemente Nieten 
sind. 

21. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 2 
bis 20, dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat (3) 
eine Platine mit Leiterbahnen und Kontakten zur Ver- 
bindung mit der zumindest einen Halbleiterkompo- 
nente ist. 
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